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附表 1： 

募集资金使用情况对照表（2023 年度） 

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司                                    单位：元 

募集资金总额 3,035,261,414.64 本年度投入募集资金总额 357,050,647.27 

变更用途的募集资金总额 202,050,000.00 

已累计投入募集资金总额 
1,315,463,737.5

6 
变更用途的募集资金总额比例 6.66% 

承诺投

资项目 

已变

更项

目，

含部

分变

更

（如

有） 

募集资金承诺投

资总额 
调整后投资总额 

截至期末承诺投

入金额(1) 

本年度投入金

额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额(3)

＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

（%）

(4)＝
(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年

度实

现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

智能音

频芯片

研发和

产业化

项目 

否 441,645,900.00 441,645,900.00 441,645,900.00 103,952,382.80 287,302,366.55 -154,343,533.45 65.05 
2025 年 8

月 

不适

用 

不适

用 
否 

5G 射

频器件

研发和

产业化

项目 

否 211,770,529.19 211,770,529.19 211,770,529.19 30,189,768.82 113,200,951.15 -98,569,578.04 53.45 
2025 年 8

月 

不适

用 

不适

用 
否 

马达驱

动芯片

研发和

产业化

项目 

否 367,891,167.57 367,891,167.57 367,891,167.57 67,987,436.24 172,817,173.30 -195,073,994.27 46.98 
2025 年 8

月 

不适

用 

不适

用 
否 
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研发中

心建设

项目 

是 408,247,600.00 206,197,600.00 206,197,600.00 1,948,291.28 218,922,897.29 12,725,297.29 106.17 
2023 年 10

月 

不适

用 

不适

用 
否 

电子工

程测试

中心建

设项目 

是 738,582,000.00 940,632,000.00 940,632,000.00 133,465,914.24 308,552,752.10 -632,079,247.90 32.80 
2024 年 8

月 

不适

用 

不适

用 
否 

发展与

科技储

备资金 

否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 8,590,127.36 109,052,537.96 -190,947,462.04 36.35 
2025 年 8

月 

不适

用 

不适

用 
否 

超募资

金 

不适

用 
567,124,217.88 100,044,003.51 100,044,003.51 5,345,670.83 100,044,003.51 0.00 不适用 不适用 

不适

用 

不适

用 
否 

高性能

模拟芯

片研发

和产业

化项目 

是  467,080,214.37 467,080,214.37 5,571,055.70 5,571,055.70 -461,509,158.67 1.19 
2026 年 6

月 

不适

用 

不适

用 
否 

合计 3,035,261,414.64 3,035,261,414.64 3,035,261,414.64 357,050,647.27 1,315,463,737.56 -1,719,797,677.08      

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 

项目可行性发生重大变化的情况说明 公司不存在项目可行性发生重大变化的情形 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见说明三（三） 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见说明三（四） 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不存在 

募集资金结余的金额及形成原因 详见说明三（七） 

募集资金其他使用情况 详见说明三（八） 

注 1：研发中心建设项目：截至期末累计投资金额超过承诺投资金额 12,725,297.29 元系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。 
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注 2：高性能模拟芯片研发和产业化项目：募集资金承诺投资总额 467,080,214.37 元不含首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金后续产生的衍生利息和现金管理收益。 

注 3：电子工程测试中心建设项目：原计划达到预订可使用状态日期为 2024 年 8 月，延期后达到预定可使用状态日期为 2026 年 3 月。公司于 2023 年 1 月通过招拍挂手续取得项

目用地并签署土地出让合同，并于 2023 年 4 月取得以上募集资金投资项目用地的不动产权证。本项目设计方案于 2023 年 10 月通过审批，2023 年 11 月份达到可以进场施工的状

态。目前本项目处于基坑围护阶段。本项目立项后，因外部环境变化，无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟，亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致并联征

询批复意见延缓。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求，设计单位重新对施工图进行调整修改，建设规模超过原先体量，项目新增设计两层地下室，整体施工周期

增加，并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审，导致项目建设周期拉长，本项目投产时间也将随之顺延。2024 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第二次

会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》。 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表（2023 年度） 

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司                                    单位：元 

变更后的项

目 

对应的原项

目 

变更后项目拟投入

募集资金总额 

截至期末计划

累计投资金额
(1) 

本年度实际投

入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进度

（%）
(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态 

日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

电子工程测

试中心建设

项目 

电子工程测

试中心建设

项目 

940,632,000.00 940,632,000.00 133,465,914.24 308,552,752.10 32.80 2024 年 8 月 不适用 不适用 否 

研发中心建

设项目 

研发中心建

设项目 
206,197,600.00 206,197,600.00 1,948,291.28 218,922,897.29 106.17 2023 年 10 月 不适用 不适用 否 

合计 1,146,829,600.00 1,146,829,600.00 135,414,205.52 527,475,649.39      

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 

由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高

素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产能，确保公司在未来半导体发展的局势中

占据行业主导地位。公司拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金 18,932.47 万元及其衍生利

息、现金管理收益，用于“电子工程测试中心建设项目”。 

公司分别于 2023年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，

于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额

暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29

万元，使用募集资金拟投入金额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，为进一步提高募集资金使用

效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”。

公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公

司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项

目结项的公告》（公告编号：2023-053）。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不存在 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 公司不存在项目可行性发生重大变化的情形  

 

 


